
Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati
Questo PN richiesto 10% di impedenza, 8mil laser Drill, POFV, accatastati via, laser cieco tramite
trapano attraverso 6mil dielettrico e la spina e la placcatura piatta via

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, disseccante messo nel
fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore
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https://www.o-leading.com/it/news/It-is-best-to-choose-a-vendor-that-focuses-on-model-develops-to-decrease-the-cost.html

